20 Jahre Jenaer Leiterplatten GmbH

Am 8. Juni 2012 feierte die Jenaer Leiterplatten GmbH ihr 20-jihriges Firmenjubildum. Die Veranstaltung
umfasste Vortrdge am Vormittag, eine Werksbesichtigung mit Ausstellung am Nachmittag und einen Festabend
im Zeiss Planetarium mit Ansprache und Festreden sowie einem exklusiven Mondscheindinner unter Sternen

mit musikalischer Unterhaltung.

Teilansicht des JLP Firmengebéudes

Geschiftsfiihrer Sven Nehrdich begriifite zusammen
mit Vertriebsleiter Christian Gartner die Géste zu den
Vortrdgen, die im Best Western Hotel Jena stattfan-
den. Zur Einleitung gab er einen kurzen Riickblick
auf die Firmengeschichte. Schon seit 1974 gab es
eine Leiterplattenproduktion bei der Firma Carl
Zeiss Jena. Diese ist 1988 im Rahmen des Projekts
Mikroelektronik der DDR mit modernen Anlagen
ausgestattet worden. 1990 erfolgte die Ausgriindung
der Leiterplattenproduktion in die Jenoptik Gruppe
und 1991 die Verselbsténdigung als Jenaer Leiterplat-
ten GmbH. Im folgenden Jahr kaufte Rainer Wiede-
mann das Unternehmen, das heute von ihm zusam-
men mit Sven Nehrdich gefiihrt wird. 1993 erfolgte
der Umzug in einen Neubau, den heutigen Firmen-
sitz. 1993 und 2010 wurde dieser erweitert, so dass
nun 4600 m? Produktionsfliche zur Verfligung stehen.
Das Unternehmen beschiftigt 85 Mitarbeiter. Im letz-
ten Jahr wurde mit einem Umsatz von 12,3 Mio. € ein
neuer Rekord erzielt. Auch die Technologie wurde in
den letzten 20 Jahren stindig weiterentwickelt. Heute
werden Bohrungen mit Durchmessern von 0,1 mm
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und Leiterstrukturen mit L/S von 75 um realisiert und
dies mit Restringen, die gegen Null gehen.

Die Anspriiche an die Leiterplatte fiir die Baugrup-
penfertigung im Hochtechnologiebereich erldu-
terte anschlieBend Klaus Appel, Geschéftsfiithrer der
Appel-Elektronik GmbH, Heuchelheim. Nachdem
er dargelegt hatte, was sein Unternehmen macht und
was es unter Hochtechnologie versteht, prisentier-
te er Beispiele. Bei anspruchsvollen Bauelementen
beeinflussen viele Merkmale auch die Fertigbarkeit
und die Prozessfahigkeit. Die Anzahl der kritischen
Parameter nimmt rasant zu. Bei vielen Bauelementen
treten Wechselwirkungen mit der Leiterplatte auf.
Deshalb miissen Experten die sich daraus ergeben-
den Anforderungen an die Leiterplatte definieren
und in die Spezifikation der Leiterplatte aufnehmen.
Zudem werden FMEA bei der Produkt- und Prozes-
sentwicklung und eine regelmafBige Weiterbildung
der Mitarbeiter sowie eine Auditierung der Prozesse
nétig. Ahnliches wie fiir die Leiterplatte gilt fiir den
Lotpastendruck, die Bestiickung und das Loten. Der
Designer muss deshalb diese Fertigungsprozesse und
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Beim Rundgang durch das Unternehmen wurde auch das
Analyselabor besucht

die Eigenschaften der Bauelemente kennen, um DfX-
Losungen realisieren zu konnen.

Arnold Wiemers, Technischer Direktor der Leiter-
plattenAkademie GmbH, Berlin, zdhlte die Anforde-
rungen an das CAD-Design moderner Leiterplatten
auf. Auch er betonte einleitend, dass elektronische
Baugruppen zu den anspruchsvollsten Produkten
gehoren und deshalb alle von Allem ausreichende
Kenntnis haben miissten. Dies verdeutlichte er am
Beispiel des Atzens, einem entscheidenden Prozess
bei der Leiterbilderzeugung. Anhand von Tabel-
lendaten stellte er die Beeinflussung der Impedanz
durch den Tangens Alpha dar, der das Atzprofil der
Leiterstrukturen beschreibt. Arnold Wiemers gab
danach einen Uberblick iiber die wichtigsten Regeln
fiir das Design von Leiterplatten und erlduterte da-
bei, was deren technische Ursache ist, wie beispiels-
weise unvermeidliche Material-, Registrier- und Be-
arbeitungstoleranzen. Zum Schluss ging er auch auf
die Formatierung der Daten beziehungsweise deren
Auswirkungen ein.

Nach einer Kaffeepause prisentierte Jens Ohlwein,
Jenaer Leiterplatten GmbH, eine Darstellung der
Technologie zur Herstellung von modernen Leiter-
platten. Er zeigte dabei ausgehend vom Basismate-
rial iber die wichtigsten Prozessschritte bis hin zum
Frisen auf, welche technischen Moglichkeiten und
Technologien bei der Jenaer Leiterplatten GmbH ver-
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Arnold Wiemers, Technischer Direktor der
LeiterplattenAkademie GmbH

ihr slehern

Lutz Bruderreck, Geschéftsfiihrer der TechnoLab GmbH
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fiigbar sind, um den heutigen Anforderungen gerecht
zu werden. So kann beispielsweise das Tiefenfrisen
mit einer Toleranz von +20 um erfolgen.

Im letzten Vortrag erlduterte Lutz Bruderreck,
Geschiftsfiihrer der TechnoLab GmbH, Berlin, die
Voraussetzungen an Oberflichen fiir eine sichere
Bestiickung und Beurteilung von Lotverbindungen.
Dazu beschrieb er zundchst, wie eine Létverbindung
entsteht und wie diese aufgebaut ist sowie wie diese
inspiziert werden kann. Dabei ging er auch auf die
Rontgeninspektion und die Metallografie ein und
zeigte entsprechende Beispielbilder. Dazu bemerkte
er, dass die technischen Regelwerke Hilfestellun-
gen bieten und Vorgaben enthalten. Die vorgestellte
Analytik kann einen Beitrag zur Auswahl und zur Di-

LEITERPLATTENTECHNIK

mensionierung der Komponenten leisten. Ebenso zur
Interpretation der Ergebnisse von Umweltsimulatio-
nen und Lebensdauertests. Sie ist zudem ein unver-
zichtbares Hilfsmittel bei der Aufklarung von Scha-
densfillen. Die Kombination mehrerer Bewertungs-
ansitze liefert dabei die beste Aussage.

Nach der Mittagspause ging es vom Hotel zum
Firmengeldnde der Jenaer Leiterplatten GmbH. Dort
fanden in kleinen Gruppen und zeitlich gestaffelt die
Fertigungsbesichtigungen statt. Was Jens Ohlwein
am Vormittag vorgetragen hatte, konnte man jetzt life
sehen. Zudem konnte die hausinterne Produktaus-
stellung besichtigt und mit den Experten diskutiert
werden. -gk-

www,jlp.de



